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Willkommen zum Webinar “Erfolgreiches Testen von

Leiterplatten mithilfe von Dehnungsmessstreifen”

Die Prasentation beginnt um 10 Uhr

Spannungsanalyse
...die Erfahrung zdhlt
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= Jens Boersch

Internationales Produktmanagement T&M
HBM Test and Measurement

= Diplom-Wirtschaftsingenieur

= 14 Jahre Erfahrung in Test & Measurement

e’
Jens Boersch

» Produktmanager fur elektrische DMS

Internationales Produktmanagement T&M
HBM Test & Measurement

Phone: +49 6151 803 243
Email: jens.boersch@hbm.com
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O Herausforderungen
- Wo ist das Problem
- Konsequenzen

® Technische L6sung —richtige Komponenten
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstarker
- Software

©® Praktische Losung —was ist zu tun
- Wo DMS applizieren
- DMS vorbereiten, kleben, I6ten, verbinden
- Anschlief3en, messen und Daten analysieren

® Zusammenfassung, zuséatzliche Infos und Q&A /

Spannungsanalyse
...die Erfahrung zahlt
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Herausforderungen — Wo ist das Problem
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Es gibt tGberall mehr und mehr elektronische Komponenten
(z.B. im Auto [Steuergerate] oder im Konsumbereich [Smartphone])

Gerate mussen unter harten Bedingungen funktionieren
(Vibration, Temperaturanderungen, Schock [fallt auf den Boden])

Risse in der Leiterplatte oder zwischen Bord und Bauteil sind mdglich
(Versagen/Ausfall der Elektronik)

Speziell Vorschaden durch den Produktionsprozess sind im Fokus
- werden nicht in der elektrischen End-of-Line-Kontrolle erkannt

- treten spater im Feld auf (z.B. Fahrzeug fahrt durch ein Schilagloch)

- kann zu gewaltigen Qualitatsproblemen fuhren (Ruckrufaktion)

Bestlickungsautomaten konnen lokal sehr hohe mechanische

Spannungsspitzen erzeugen
- z.B. Vorschadigung an der Verbindung zu Keramikkondensatoren

Dehnung muss gemessen werde um sicherzustellen/nachzuweisen,

dass diese nicht zu hoch sind und keine Schaden auftreten kbnnen
(speziell an kritischen Stellen — Hotspots).
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Herausforderungen — Beispiel-Video
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Weitere Herausforderungen und Konsequenzen

HBM

© HBM

Weitere Herausforderungen
= Bleifreies Loten (RoHS) ist anfalliger fir mechanische Einfllisse

= Ho6herer Bestuickungsdichte und Komponenten mit steiferen Kontakten
(auf die Leiterplatte einwirkende mech. Spannungen Ubertragen sich starker)

» Speziell das Einpressen von Steckerleisten, Kontaktstiften etc. ist kritisch

Konsequenzen
= OEMs fordern von Ihren Zulieferern die mechanische Stabilitdt nachzuweisen
= Verschiedene Standards aufgrund dieser neuen Herausforderung

» Diese basieren auf der Messung mit Dehnungsmessstreifen
(z.B. IPC/JEDEG-9704 und andere)

= Testmessungen mit DMS an Hotspots wahrend des Produktionsprozesses
(prufen, ob lokal mech. Spannungsspitzen auf der Leiterplatte bzw. der dortigen
Bauteile erreicht werden die zu einer Vorschadigung fihren kénnten).
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Auswahl der richtigen Komponenten — DMS
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® Dehnungsmessstreifen

a.) Kleine DMS-Rosette
o Rosette, da die Richtung der Hauptspannung unbekannt ist

o Kleiner DMS da Flache begrenzt und lokale Messung

= RY31-3/120
(runde 0°/45°/90° Rosette, Durchmesser 6.9mm, Gitterlange 0.8mm und 120())

b.) Schnellklebstoff
o Einfache Handhabung

o Eine Komponente (kein Mixen)
o Kalthartend
= Z70
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Auswahl der richtigen Komponenten — Messverstéarker
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@ DMS Messverstarker

QuantumX Messverstarkermodul MX1615B

o Spezielles DMS-Modul mit 16
(5 Rosetten plus zusatzliche Temperatur)

o Individuell konfigurierbare Eingange
(Voll-, Halb- und Viertelbrticke, Spannung, PT100, Poti und Widerstand)

o 120 und 350 Ohm interne Erganzungswiderstander (Plug & Play)
o 3-und 4-Leitertechnologie fir DMS-Viertelbricken

o Versorgung mit Tragerfrequenz oder DC Speisespannung

o Hohe Datenraten bis zu 19.2 kS/s
o Easy-to-use Push-in Klemmen

o Interner Shunt-Widerstand

© B € 9 =
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Auswahl der richtigen Komponenten — DAQ Software TV
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® DAQ Software

DAQO Software catman®AP

o Einfach zu bedienendes Software-Packet
(Konfigurieren, Messen, Visualisieren und Analysieren von Messdaten)

o Konfiguration tber eine Sensordatenbank
(keine komplizierten Messverstarkereinstellungen — einfach DMS wahlen)

o Mathematik fir Rosettenkalkulation (Echtzeit und Post-Prozess)
(einfach die Kanale und den Rosettentyp wéahlen)

o Generierung von Reports

o Datenexport in verschiedenen Formaten
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©® Praktische Losung —was ist zu tun
- Wo DMS applizieren
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Praktische Losung — Wo soll der DMS appliziert werden #1
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Wo den DMS kleben

= Hotspots =010
(wo Probleme bekannt oder vermutet) . *'jt? AR

= Keramik-Kondensatoren

=  Andere kritische Aktionen:
- Trennen
- Aufdriicken von Komponenten
- Verschrauben
- Einpressen in Gehéause

Vorbereiten der Hotspots

» Freifrdsen der Flache fur den DMS
(Verwenden eines 7mm Frasers)

= Vorhandene Komponenten wegfrasen
(zerstbren was immer auch im Weg ist)

= Erste Lotschicht wegfrasen flr eine ebene Flache
(nicht zu viel entfernen [Schwachung der Leiterplatte])
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Praktische Losung — Wo soll der DMS appliziert werden #2
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Praktische Losung — DMS Applikation (Schritt fur Schritt)

Applizieren des Dehnungsmessstreifens
= Aufrauen der Flache (mit dem Frasen erledigt)

= Sorgfaltiges Reinigen der Flache (z.B. mit RMS1-Reinigungsmittel)
(Partikel vom Fréasen, Staub/Schmutz, Fette, ...)

= Bezug/Hauptrichtung definieren (0°) = Richtung vom Messgitter a
(z.B. parallel zu einer der Leiterplattenkanten)

HBM

%DMS auf der vorbereiteten Flache positionieren
(mit einem Klebeband ein Scharnier erzeugen)

= DMS anheben
= Einen Tropfen vom Klebstoff Z70 aufbringen

= DMS durch gleichmaf3iges Andricken fur ca. 1 Minute festkleben
(Fluorpolymerband verwenden um das Festkleben des Daumens zu vermeiden)

K Fluorpolymerband und Klebeband vorsichtig entfernen

~

/

= Anldten von Litzen zum Anschliel3en an den Messverstarker.

© HBM
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Praktische Losung — DMS Applikation (Video)
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Praktische Losung — Beispiele
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Praktische Losung — Anschliel3en, Messen und Analysieren

© HBM

= Anschliefien an den Messverstarker
(Push-In Klemmen mit MX1615)

= \erbinden mit PC und catman®AP starten

= Kanale konfigurieren
(zuweisen einer ,DMS-Viertelbriicke 120 Ohm®)

= Erzeugen von Rosettenkalkulationen
(wo sind die Messgitter a, b und c; Rosettentyp)

= Messrate definieren (schnell genug)
= Messung durchfihren

= Messdaten in Echtzeit visualisieren
(Rohwerte [Dehnung] und kalkulierte [Spannung])

= Beenden Speichern der Daten

= Report mit den Ergebnissen erzeugen
(entweder in catman oder Office-Produkte).
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Zusammenfassung
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Zusammenfassung
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Mechanische Vorschadigungen beim Fertigungsprozess
(Bestiickungsautomaten, Einpressen von Steckverbindungen, Trennvorgang, ...)

Dehnungen an den Hotspots missen gemessen werden

OEM verlangen den Nachweis der mechanischen Stabilitat
(Zulieferer muss Messergebnisse an der Leiterplatte vorlegen kénnen)

Komponenten der Messkette:

- DMS-Rosette RY31-3/120, Klebstoff Z70 und Reinigungsmittel RMS1
- Verstarkermodul QuantumX MX1615

- DAQ-Software catman®AP

7mm Fraser verwenden
(vorhandene Komponenten wegfrasen)

Aufgerauten, ebenen und sauberen Untergrund
(sorgfaltiges Reinigen und Trennfolie nicht vergessen).
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Zusatzliche Informationen — Links
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o Microsite zum Leiterplattentesten www.hbm.com/leiterplatten
(TechNote, Video, weitere Informationen, ...)

o Dehnungsmessstreifen www.hbm.com/dms
(DMS, Zubehér, Katalog, ...)

o ESA Anwendungen www.hbm.com/esa
(Referenzbuch, Tipps & Tricks, Videos, ...)

o Video: Arbeiten mit DMS in catmanAP  www.voutube.com/watch?v=becR NCAzEM&utm

HBM: public
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http://www.hbm.com/en/menu/applications/pcb-testing/
http://www.hbm.com/DMS
http://www.hbm.com/esa
www.youtube.com/watch?v=becR_NCAzEM&utm
www.youtube.com/watch?v=becR_NCAzEM&utm

Zusatzliche Informationen — Auftragsmessungen

- www.hbm.com/de/menu/produkte/dehnungsmessstreifen-
zubehoer/services/auftragsmessungen-an-leiterplatten/

- Email: measurement-engineering@hbm.com

Angebot anfordern!

Fordem Sie jetzt Ihr
unverbindliches Angebot an. Ean
Wir beraten Sie geme. ul .

EINSATZBEREICHE ©
UNSERE LOSUNG 0

Ihre Vorteile mit HBM-
Dienstleistungen:

= Sichere und belastbare

Mechanische Tests und Dehnungsmessungen an Leiterplatten Ergebnisse - mit
aussagekraftigen und
unabhangigen Test-Reports

« Vermeiden Sie Messfehler
durch den Einsatz unserer

Unabhingig. Sicher. Effizient:

Mit unseren Auftragsmessungen konnen Sie die Qualitat Ihrer Leiterplatten erfahrenen Service-Ingenieure
dauerhaft sichern. Auch im mobilen Einsatz. = |hr schneller und effizienter
Mobil eingesetzte Leiterplatten sind oft hohen mechanischen und thermischen Belastungen }’;’ﬁ%éﬁ’?gﬁﬁ;ﬁgﬁf’gfm‘fd
ausgesetzt. Dies erhént auch die Gefahr von Schaden an der Leiterplatte - und damit hohen Investition in Bestandsgerate
Reparaturkosten oder teuren Produktausfalien. « So global wie Ihr Unternehmen:
Weitere Trends, wie die immer weiter fortschreitende Miniaturisierung der Technik, sowie \'lﬂ\.'gsfsul?r:ggaw :S:zﬁftiuf Wunsch
veranderte Herstellverfahren sorgen fir immer anspruchsvollere Anforderungen an Design und erhalten Sie direkten,
Fertigung der Leiterplatten. geschutzten Zugriff auf die
Messdaten per Remote Access
HBM unterstitzt Hersteller von Leiterplatten bereits seit vielen Jahren mit der Durchfiihrung von - von Uberall auf der Welt aus.

Dehnungsmessungen an Leiterplatten mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen.

© HBM
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Zusatzliche Informationen — Webinare

- www.hbm.com/webinare

Deutschland “~ +49 6151 8030
Osterreich +43 1 865 8441-0
HBM Schweiz . +41 44 943 60 80

Produkte Dienstleistungen Lésungen Support Tipps & Tricks Seminare & Events Uber uns | Site Search |ﬂ

» Seminarkalender HBM = Seminare & Events = Webinare [ Drucken -E PDE

¥ Webinare HBM Webinare ©| Alle Seminare von HBM
> Tagung Innovation Kurz, ki kt d "live" fur Sie: | Webi rfah Si hr Uber Trends &
Messtechnik in Wien rz, kompakt - und "live" fiir Sie: In unseren Webinaren erfahren Sie mehr tiber Trends Ihr Kontakt zur HBM Academy
Themen aus dem Bersich Messtechnik. :

» HBM On Tour 2014
P Individuelle Seminare & Vor-Ort Kommende Webinare von HBM

» Anwendungs- und Trainings- Digital Recorders: the Modern 09.09.2014 14:00 ET ||
Center Replacement for your Chart
Retorder
> "
Messen & Ausstellungen Erfolareiches Testen von 22092014 10:00 CET [ | Tel.: +49 5151 803 8061
Leiterplatten mithilfe won Fax: +49 6151 503 692
. o

Dehnungsmessstreifen

Datenerfassungssysteme mit 23.09.2014 10:00 CET ||
hohen Kanalzahlen - kein Problem

New Enhancements to the Genesis 23.09.2014 1400 ET ||
HighSpeed Family

Effiziente Planung und 25.09.2014 10:00 CET ||
Inbetriebnahme von indusiriellen
Prufstanden mit PMX

E-Mail: seminare@hbm.com

How to Select the Right Adhesives 07.10.2014 1100 ET [ |
for your Strain Gauge Installation
New sensor concepts for the 15.10.2014 10:00 CET ||

development of innovative and
competitive checkweighers
packaging and sorting machines

Meue Sensorkonzepte fiir die 2210.2014 10:00 CET ||
Entwicklung innovativer und
wettbewerbsfahiger Kontrollwaagen

sowie Verpackungs- und
Sortiermaschinen

© HBM
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Noch Fragen?
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» Fur weitere Fragen steht Ihnen unser Support-Team jederzeit zur
Verfigung. Wir freuen uns auf Ilhre E-Maill: info@de.hbm.com

> Oder mailen Sie direkt dem Referenten: jens.boersch@hbm.com

» Fur ein Angebot zu professionellen Auftragsmessungen, kontaktieren Sie
measurement-engineering@hbm.com

A

© HBM
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H

Jens Boersch

International Product Marketing T&M
Tel. +49 6151 /803 - 243
jens.boersch@hbm.com

measure and predict with confidence



